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Este invento se refiere a un fundente p
dar, y mas en particular, a wn fundente de resinag natural
:0 colofonia sin efectos corrosivos posteriores.

. Es bien sabido que los fundentes quimicamente ac
‘tivos que habitual y eficazmente se utilizen para unir su-
perficies metalicas oxidades y sucias, son corrosivos por "
_naturaleza. Tales fundentes no pueden emplearse en lg in- '
dustria eléctrica y electrdnica, a causa de 1os residuos -
eorrosivos que quedan en las uniones soldadas y alrededor
de ellas,

En la técnica sumsmente complicada de la calcula
gdora electrénica, en la que se emplean mbédulos de cersmica,
&8 muy importante que la soldadurs de las conexiones seg lim
ipia y tan libre de impurezes como Sea posible, y es por =
f-l:zzum:.o de gren importancia asegurarse de que el fundente - :
‘empleado deja tras de si un resfduo lo més pequefio posible'
una vez terminada la soldsdura en qﬁe ha participado.

Ia técnice enterior ha empleado durante largo —
;tiempo resine natural, conocida generalmente como acido -
?abiético, en combinacifn con aleohol isopropilico o isoprgf
panol, cuya combinacién ha estado disponible en variass conf;-
centraciones de elementos sdlidos, que van desde un 40 has’
;ta un 70 % sproximedamente, Estas concentraciones eran co_rf
sideraias como las mejores, segin fuese el tipo de opera- ;
écién de soldadura por ejecutar. Asi, por ejemplo, en las
§operaciones de estafiado Se emplegba un contenido en ele=- s
?mentos sbdidos del 40 al 60 %, mientras que en las opera-
Eciones de unidén de bordes de fragmentos o piezas se emple_gg
%ban concentraciones hasta del 70 % (en peso) de elementos :

:561idos en el fundente de resing. No se estimaban factible{a
i |

'
!
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natural tiene tendencia a separarse por cristalizecidn.

El empleo del alcohol isopropilico da, sin embar

.80, Origen a varios inconvenientes. A causg de sus carac-

teristicas de presidn del vapor y punto de ebullicién, el
alcohol isopropilico se evapora may rapidamente, dando con
ello origen a que el fundente de resina natural en depbsi-
to tengs ung vida muy coria.

Ademés, los fundentes de resing y alcohol isopro
pilico formen répidemente una especie de espuma sobre sus .
superficies, por lo que se hace precisa su frecuente sus—
titucidn.

Ademds, gl liger los trozos de componentes eléc-
tricos en un horno de tinel, el bajo punto de ebullicibm -
del disolvente isopropanol se traduce en la ripida evapo-
racibén del vehiculo antes de que se alcance el punto de -
fusiin de la soldgdura. Esta ebullicidn prematura dg tam-
bién lugar a que los trozos queden mal alineedos, incling

-dos, ete., de 1o que resultan uniones defectuosas.

La evaporacidn del isopropanocl en las composi-
ciones fundentes de la técnica anterior conduce también a

un sumento en la concentracidn de elementos sblidos, de lo

que resulta una descomposicibn parcial. Esta mayor concen

tracién de sdlidos dificulta también el encapsulado de los
médulos, ya que los materiales de encapsular no se ligen

convenientemente en presencia de un fundente descompues-

' too

Pars superar estos inconvenientes, los solici-

. tantes han descubierto que substituyendo por el alcohol

~bencilico el alcohol isopropilico empleado trediciongl-

mente en las composiciones de fundentes de resgina, se ob~



~tienen numerosas mejoras.
Iuego, en términos genersles, el objeto de este
invento es proporcionar una composicién no corrosiva de -
‘fundente para soldar, que consta esencialmente dg reging
5 y aleohol bencilico.
Debido al elevado punto de ebullicidén y a la ba:
ja presibn del vapor del aleohol beneilico (2052 ¢ y 1 mi-
limetro a 582 C), el emplso de este alechol en lugar del
alecohol isopropilico debe preferirse con mucho, ya que da.j
10 origen a las ventajas siguientes.
i Los fundentes de resina y alcohol beneilico tie-
énen ung vida muy dilgbada en su envase. No se forma ningu-
ina egpecie de espuma en la superficie del fundente, como
sucede con el fundente de resina transparente en las solu-
15 ‘ciones de alcohol isopropilico de la téenica anterior.
j A causa del punto de ebullicidn mas elevado del
_alcohol beneilico, la descomposicién de la resina se pre- -
‘senta e un ritmo mucho mds lento gue con el aloohol isopro
‘pilico, Esto da por resultado una fusidn més eficez y féa- -
20 ;cilmente gobernade en las temperaturas criticas, y la me-
‘joria en la elimingcién de los residuos de fundente.
Ademas, la propiedad “untuosa" de las mezclas de:
resing natural y alcohol bencilico permite que el fundente
moje mis rapidamente, con lo que se obtiene una soldabili-
25 dad més uniforme. ;
t En las aplicaciones que llevan consigo la liga~
‘zén e trozos de componentes eléetricos en hornos de ténei
la agitacion y desglineacidén de los trozos se reduce al -
m1n1mo cuando se emplean composiciones fundentes conformes

}
30 ‘a2l presente invento. El elevado punto de ebullicién del ~

2,5.68 - 4 -
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alcohol beneilico garantize que la composicidn fundente -
perdurars como medio de cementacidn o estabilizacidén antes
de fundirse, durante periodos de tiempo mds lergos que -
cugndo se emplean fundentes que contienen isopropanol.

El elevedo punto de inflamacilén del alcohol ben-
ci{lico hace de é1 un vehiculo més seguro para apliceciones
industrigles.

Ta estabilidad de las composiciones fundentes de
resine con alcohol bencilico las hace especialmente efica-
ces pars aplicgeiones de pastas de soldar. Ademds, la na-
tursleze untuosa del aleohol bencilico se opone a la pegajo
sidad de la resina, haciendo que las composiciones fundeng
tes sean adecuadas para su distribucidn automatica. Ademas,
la "corrosién" producida por el fundente que va generalmen
te gsociado con los fundentes que contienen alechol isopro
pilico, se reduce grandemente o se elimina cuando se emplean
fundentes que utilizan glcohol bencilico.

Bn una realizacibn especiaslmente aconsejable, el
invento considersg composiciones fundentes para soldadura,
no corrogivas, que .constan esencialmente de resina y aleco-'
hol beneilico, en las que la cantidad de elementos sélidos:
de resina oscila del 40 g 70 9 aproximadaemente.

Para que se comprends mejor este invento, se ex-
ponen los siguientes ejemplos pars mostrar de qué menera -~
ge utilizan las composiciones fundentes del presente in-
?ento.

Ejemplo I

_ Un articulo que ha de ser estafiado se sumerge p:i
mero en una solucidn.al 40 ¢ de resina en alcohol bencilico

a la temperatura del local, dursnte 10 segundos, Seguidameg
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te, el articulo se sumerge en una composicién para soldar,
‘con 10 % de Sn (estafio) y 90 % de Pb (plomo), a 3308 ¢ du-
rante 10 segundos, Por dltimo, el articulo se sumerge en :
‘percloroetileno parg eliminar los resf{duos de fundente.

El articulo estafiado resultante contiene un re-
évestimiento fuertemente ligado, sin traza alguna de corro-

gidn debida al fundente.

Ejenplo II

El método del ejemplo I se repitid empleando una
solucibn al 60 % de resina en alcohol bencilico, con resul
tados semejantes. .

Bjemplo IIT

; Pequefios trozos de magterial eléctrico se ligarqd
?a un substrato adecuado de acuerdo con el método siguiente}

Se aplicd al substrato y a los trozos fijados al
émismo fundente de 70 % de resina en alcohol bencilico. Iue-
‘g0 se hizo paser al conjunto durante 2 1/2 minutos a través
éde un horno de tinel. Se mantuvo una tempergtura medig de
%3009 C. Io temperatura méxima alcanzads fué de 3402 C.

El conjunto ligado se limpié luego (como anterior
zmente) en percloroetileno para eliminar los residuos de —i
§fundente. El sistema resultante se componia de trozos de :

t

ipiezas eléctricas firmemente ligados al substrato sin tra{
zzas de corrosién ni falta de alineacidn. ‘
; El fundente para soldazdura de este invento, se-%
%gﬁn los ejemplos anteriores, combing las convenientes ca-
5

irgcteristicas de resistencia a la corrosifn y buenas ce~
|

§
‘racteristicas de diseminacitn, a la vez que tiene buenas |

§
¢
¢
H
i
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propiedades de vida en almacén y resistencis g la“eVaporar
cién. Estas peculiaridades dan une composicidn mejoradg de
sums, utilided en las complicadas téenicas electrénicas, en
donde lg soldedura de los microcircuitos ha ds ser sumgmen
te exacta.

Aunque este invento se ha deserito para ciertas
realizaciones concretas, no deben entenderse limitado a es-
tas, y pueden emplearse modificacliones y variantes, dentro
del glecance de las siguientes reivindicaciones.

Esta solicitud que corresponde a la presentads
en los Estados Unidos de América, el dfa 5 de mayo de -
1.967, con el numero 637.875, se acoge a los beneficios - |
del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad In-

duatrial,

- N 0T A -

Tos puntos de invendidn propim y nueve que se

presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-~

"te de Invencibn en Espafia, por VEINTE afios, son los si-

gulentes:

1.~ Método de soldar conexiones eléctricas, que :

.comprende las operaciones de: a) eplicpr una disolucibn al
‘40 - 70 ¢ de resina en alcohol beneilico a los articulos ‘
. @ ser unidos; b) soldar a temperatures entre 300 y 3402 C;
‘¢) eliminar el residuo de fundente limpiando las conexio-

nes en percloroetileno.
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2.~ Método de soldar conexiones eléctricas.
Tal y como se ha descrito en lg Memoria que an- |
tecede y con los fines gque se han especificado.

Esta Memoria consta de ocho hojas escritas a mé~-

‘quina, por ung solg cara.
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